
Helium Leak Detector  
เครื่องตรวจหารอยรั่วดวยฮีเลียมหรือเรียกยอ ๆ วา  HLD จะมีสวนประกอบสําคัญคือ     สวนที่ทําหนาที่
ตรวจจับฮีเลียม  และระบบปมสําหรับทําการดูดกาซฮีเลียมหรือระบบปมสําหรับสรางสภาวะสุญญากาศ  
ฮีเลียมที่ตรวจพบจะถูกดูดเขามาในระบบ       และถูกตรวจจับเครื่องจะทําการวเิคราะหถึงปริมาณฮีเลียม  
โดยอาศัยกระบวนการทางอเิล็กทรอนิกสหรือโปรเซสเซอร 
 
เทคนิคการตรวจหารอยรั่วดวยอีเลียม (Helium Leak Detection Techniques)  
เนื่องจากกาซฮีเลียมเปนกาซเฉื่อย ทําปฎิกิริยาไดยาก  และมีขนาดโมเลกุลที่เล็กสามารถทะลุผานรอยร่ัว 
เล็ก ๆ ของชิ้นงานทดสอบได จึงนํามาใชในการหารอยรัว่ของชิ้นงาน เทคนิคในการตรวจหารอยรั่วโดย
ใชฮีเลียม  (Helium Leak Detection Techniques)  สามารถแบงออกไดเปนสองประเภทคือ ประเภทที่ใช
ระบบสุญญากาศ  (Vacuum Methods)  และแบบทีใ่ชการตรวจหาฮเีลียมภายนอกชิ้นงาน         (Sniffing 
Methods)  
 
1. แบบที่ใชระบบสุญญากาศ  (Vacuum Methods)  
เปนการใชระบบสุญญากาศชวยในการทดสอบชิ้นงาน    ซ่ึงชิ้นงานทดสอบจะตองสามารถทนตอสภาพ
สุญญากาศได สามารถแบงยอยไดเปนสามวิธีคือ   การทดสอบแบบสเปรย (Spraying Test) การทดสอบ
แบบไมระบุตาํแหนงรอยร่ัวดวยสุญญากาศ    (Global Hard Vacuum Test)     และการทดสอบแบบอัดฮี 
เลียมใหกับชิ้นงาน (Bombing Test)  
 
1.1 การทดสอบแบบสเปรย  (Spraying Test)  
เปนการนําชิน้งานที่จะทดสอบมาทําใหภายในมีสภาพเปนสุญญากาศ แลวใชปนยิงฮเีลียม  (Spray Gun) 
ยิงฮีเลียมไปยังบริเวณทีจ่ะตรวจสอบภายนอกชิ้นงาน    หากชิ้นงานทดสอบมีรอยร่ัว โมเลกุลของฮีเลียม
จะสามารถทะลุผานชิ้นงานเขาไปดานในและถูกตรวจจับดวยตัวตรวจจบัฮีเลียมก็จะทราบไดวามีรอยร่ัว
ที่บริเวณนี ้ 
 
1.2 การทดสอบแบบไมระบตุําแหนงรอยรัว่ดวยสุญญากาศ  (Global Hard Vacuum Test)  
เปนวิธีทดสอบที่ช้ินงานทดสอบจะเชื่อมตอกับทอสงกาซฮีเลียม     ภายในชิน้งานจะถูกบรรจุดวยฮีเลียม 
และชิ้นงานทดสอบนี้จะถูกบรรจุในภาชนะสําหรับทดสอบ (Chamber) อีกชั้นหนึ่ง  ในกระบวนการทด 
สอบจะตองทาํใหภายในภาชนะสําหรับทดสอบ (Chamber) มีสภาพเปนสุญญากาศ หากชิ้นงานทดสอบ



มีรอยร่ัว โมเลกุลของอีเลียมที่อยูภายในชิน้งานทดสอบจะทะลุผานออกมาจากชิน้งาน   เนื่องจากภายใน
ภาชนะสําหรับทดสอบ  (Chamber)  มีสภาพเปนสุญญากาศ   จึงมีความดันต่ํากวาภายในชิน้งานทดสอบ
เปนผลใหโมเลกุลฮีเลียมถูกดันออกมาผานรอยรั่ว   และโมเลกุลฮีเลียมที่หลุดออกมาก็จะถูกตรวจจับได 
ทําใหทราบไดวาชิ้นงานทดสอบมีรอยร่ัว แตวิธีนีจ้ะไมสามารถระบุตําแหนงของรอยร่ัวได  
 
1.3 การทดสอบแบบอัดฮีเลียมใหกับชิ้นงาน  (Bombing Test)  
ใชทดสอบชิ้นงานที่มีการชีลด  เชน  ชิปวงจรรวม  (IC) โดยนําชิน้งานมาใสในภาชนะสําหรับอัดฮีเลียม 
(Chamber) แลวทําการอัดฮีเลียมดวยความดันเขาไปภายในภาชนะสําหรับอัดฮีเลียมหากชิ้นงานทดสอบ  
มีชีลดที่มีรอยร่ัว  ฮีเลียมจะถูกดันทะลุผานรอยร่ัวเขาไปในชิ้นงานทดสอบ หลังจากทาํการอัดฮีเลียมแลว
จึงนําชิ้นงานทดสอบมาใสในภาชนะสําหรับทดสอบ (Chamber) และทําใหมีสภาพเปนสุญญกาศฮีเลียม 
ที่อยูภายในชิน้งานทดสอบเนื่องจากมีรอยร่ัวจะถูกดึงออกมาและถูกตรวจจับ   ทําใหทราบวาชิ้นงานทด 
สอบมีรอยร่ัวเกิดขึ้น  
 
2. แบบที่ใชการตรวจหาฮีเลียมภายนอก  (Sniffing Methods)  
เปนวิธีที่ไมใชระบบสุญญากาศ ใชการอัดฮเีลียมเขาไปในชิ้นงานทดสอบดวยความดนั   หากชิน้งานทด 
สอบมีรอยร่ัว ฮีเลียมจะทะลผุานรอยร่ัวออกมา ในการทดสอบจะใชหวัตรวจจับฮีเลียม (Probe) ตรวจหา
ฮีเลียมบริเวณรอบ ๆ ช้ินงานภายนอกการทดสอบรูปแบบนี้จะสามารถระบุตําแหนงของชิ้นงานทดสอบ 
ที่เกิดรอยร่ัวได และใชสําหรับทดสอบชิ้นงานที่ไมสามารถทนตอสภาพสุญญากาศได 


